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DESCRIPCION
Placa de aislamiento y disposicion de aislamiento

La presente invencion se refiere a la utilizacién de una placa de aislamiento para la produccion de una disposicion
de aislamiento.

En el estado de la técnica son conocidas placas de aislamiento en diferentes configuraciones para el aislamiento
térmico y/o acustico de un subsuelo, en particular, una pared de edificio, que comprende una primera capa de
aislamiento de material sintético espumado, la cual define un lado superior de la placa de aislamiento. Se utilizan,
entre otras cosas, para aislar subsuelos, como por ejemplo paredes de edificios, térmica y/o aclsticamente. En la
configuracién mas simple, las placas de aislamiento estan producidas de una sola pieza a partir de material sintético
espumado y presentan un lado inferior plano y un lado superior plano. Para el aislamiento de una pared de edificio,
en un primer paso, las placas de aislamiento se fijan a ésta, pudiendo tener lugar la fijacion con utilizacién de un
mortero adhesivo y/o con utilizacion de tacos, para nombrar solo algunos ejemplos. En un siguiente paso, se puede
aplicar entonces una primera capa de un mortero de enlucir, que luego se alisa con una espatula. Sobre la primera
capa de enlucir aplanada se presiona entonces una rejilla de refuerzo para estabilizar la capa de enlucir. A
continuacion, tiene lugar la aplicacion de otra capa de enlucir, la cual, en caso necesario, también puede alisarse.

Una desventaja en la produccion de una disposiciéon de aislamiento con utilizacion de placas de aislamiento del tipo
descrito anteriormente, consiste en que ésta es muy costosa.

En los documentos NL 1 073 258 C, DE 200 03 804 U1, DE 34 45 187 A1, WO 02/38879 A1 y DE 43 21 877 C1, se
describen otras placas de aislamiento. El documento DE 91 13 436 U1, da a conocer la utilizacion de una placa de
aislamiento para la produccion de una disposicion de aislamiento, tratandose en el caso de la placa de aislamiento
de una para el aislamiento térmico y/o acustico de un subsuelo, y la placa de aislamiento comprende una primera
capa de aislamiento a partir de material sintético espumado, la cual define un lado superior de la placa de
aislamiento y presenta resaltos, que apunta hacia fuera, que estan provistos con destalonamientos, que estan
previstos en una disposicién uniforme, una capa de barrera de vapor y, en el lado inferior opuesto al lado superior,
una capa de material no tejido o de material tejido, y presentando la disposicién de aislamiento un subsuelo, varias
de las placas de aislamiento, que estan fijadas con su lado inferior al subsuelo y cubren éste, y una capa de mortero,
que se aplica sobre el lado superior de las placas de aislamiento.

Partiendo de este estado de la técnica, es una mision de la presente invencion lograr una placa de aislamiento, asi
como una disposicion de placas de aislamiento con construccion alternativa. Para la soluciéon de esta mision, la
presente invenciéon propone utilizar una placa de aislamiento para la produccién de una disposicién de aislamiento
de acuerdo con la reivindicacion 1. Una ventaja sustancial de resaltos configurados de esta manera, consiste en que
un mortero aplicado sobre el lado superior de la placa de aislamiento, que llena espacios intermedios existentes
entre los resaltos y, con ello, también los destalonamientos, por lo cual, se logra una fijacién mecanica del mortero a
los resaltos o bien a la placa de aislamiento. De manera correspondiente, se puede prescindir de la utilizacion de
una rejilla de refuerzo adicional, de modo que se omite un paso de procedimiento en comparacion con el estado de
la técnica descrito al comienzo. De manera correspondiente, se pueden ahorrar esfuerzo y coste.

De acuerdo con una configuraciéon de la presente invencion, la primera capa de aislamiento esta producida a partir
de un material sintético termoplastico. Materiales sintéticos termoplasticos de este tipo presentan muy buenas
propiedades de aislamiento.

De manera ventajosa, la primera capa de aislamiento esta producida a partir de poliestireno, poliuretano o piocelan,
en particular, por medio de extrusién o espumacion a una forma, con lo cual, se lograron muy buenos resultados en
el marco de ensayos. En particular, se puede ajustar de manera apropiada la densidad de material en la produccién
de la primera capa de aislamiento, de modo que, de manera sencilla, se pueden realizar las propiedades de
aislamiento térmicas y/o acusticas deseadas y/o la estabilidad de presion de la primera capa de aislamiento.

De manera ventajosa, estan previstos al menos 4 resaltos por dm?, preferiblemente, al menos 10 resaltos por dm?2.
De manera correspondiente, se puede garantizar una fijacion muy buena del mortero al lado superior de la placa de
aislamiento.

De acuerdo con una configuracion de la presente invencion, los resaltos presentan, en vista superior, una forma
poligonal, en particular, una forma cuadrada u octogonal, presentando los resaltos en el Ultimo caso,
preferiblemente, cuatro aristas laterales mas largas enfrentadas por pares y cuatro aristas laterales mas cortas
enfrentadas por pares, apuntando las aristas laterales mas cortas de resaltos dispuestos adyacentes, de manera
ventajosa, unas hacia otras.

De acuerdo con la invencion, la placa de aislamiento presenta al menos una capa de aislamiento adicional a partir
de un material sintético espumado, que, preferiblemente, estd unida directamente con la primera capa de
aislamiento, diferenciandose la capa de aislamiento adicional de la primera capa de aislamiento en cuanto al
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material y/o en cuanto a la densidad de material. Con una capa de aislamiento adicional de este tipo se puede
garantizar, que la placa de aislamiento presente muy buenas propiedades de aislamiento térmicas y/o muy buenas
propiedades de aislamiento acuUsticas y/o una estabilidad de presion muy buena.

La capa de aislamiento adicional esta producida, preferiblemente, a partir de un material sintético procesado
termoplastico.

De manera ventajosa, la capa de aislamiento adicional esta producida a partir de poliestireno, en particular, a partir
de poliestireno extruido o espumado a una forma.

La primera capa de aislamiento y la capa de aislamiento adicional pueden producirse separadas una de otra y, a
continuacion, unirse entre si, por ejemplo, con utilizacién de un adhesivo. De manera preferida, sin embargo, se
extruden conjuntamente o se espumifican junas a una forma correspondiente.

De acuerdo con la invencion, la placa de aislamiento presenta una capa de barrera de vapor, que, en particular, esta
producida a partir de una lamina, de manera preferida, a partir de una lamina de metal.

De acuerdo con la presente invencidn, la placa de aislamiento presenta en su lado inferior opuesto al lado superior,
una capa de material sin tejer o de material tejido. Una capa de material sin tejer o de material tejido de este tipo
puede, como capa de agente adherente, facilitar y mejorar la fijacién de la placa de aislamiento de acuerdo con la
invencion a un subsuelo.

De manera preferida, la placa de aislamiento presenta una altura total en el rango de 6 a 200 mm. Se han de optar
por alturas totales mas pequefias, en particular, en la zona interior. Las alturas totales mas grandes, se utilizan en
primera linea en la zona exterior, como por ejemplo al aislar paredes exteriores de edificios.

Los resaltos presentan, de manera ventajosa, una altura de no mas de 8 mm, de modo que una capa de mortero
muy fina es suficiente para cubrir completamente los resaltos. De manera correspondiente, para la produccion de
una disposicion de aislamiento se necesita solo poco material de mortero.

De manera preferida, el subsuelo se forma mediante la pared de edificio, tratdndose en el caso del mortero de un
mortero de enlucir.

De acuerdo con una configuracion preferida de la disposicion de aislamiento de acuerdo con la invencion, las placas
de aislamiento estan fijadas con utilizacién de un adhesivo, en particular, con utilizacion de un mortero adhesivo y/o
con utilizacion de tacos al subsuelo.

Otras caracteristicas y ventajas de la presente invencién seran evidentes a partir de la siguiente descripcién de una
placa de aislamiento de acuerdo con una forma de realizacién de la presente invencion, con referencia al dibujo
adjunto. En ellas:

La Figura 1 es una vista en perspectiva esquematica de una placa de aislamiento de acuerdo con una forma
de realizacion de la presente invencion;

la Figura 2 es una vista superior de la placa de aislamiento representada en la Figura 1;

la Figura 3 es una vista en corte de la placa de aislamiento representada en la Figura 1, a lo largo de la linea
llI-1ll en la Figura 2, y

la Figura 4 es una vista en corte esquematica de una disposicién de aislamiento, que esta producida con
utilizacién de varias de las placas de aislamiento representadas en las Figuras 1 a 3.

Las Figuras 1 a 4 muestran una placa 1 de aislamiento de acuerdo con una forma de realizacién de la presente
invencion, que sirve para el aislamiento térmico y acustico de un subsuelo, en particular, de una pared de edificio. La
placa 1 de aislamiento comprende una primera capa 2 de aislamiento, que esta producida a partir de un material
sintético espumado y define un lado 3 superior de la placa 1 de aislamiento. Mas concretamente, la primera capa 2
de aislamiento, en este caso, esta producida a partir de poliestireno extruido o espumado a una forma.
Alternativamente, sin embargo, también pueden entrar en aplicacién, por ejemplo, poliuretano o piocelan. La primera
capa 2 de aislamiento comprende un pluralidad de resaltos 5 que apuntan hacia fuera, provistos con
destalonamientos 4 circunferenciales o parcialmente circunferenciales, que, respectivamente, presentan una forma
octogonal con cuatro aristas 6 laterales méas largas enfrentadas por pares y cuatro aristas 7 laterales mas cortas
enfrentadas por pares. Los resaltos 5 estan previstos en una disposicion uniforme. En este caso, los resaltos 9
forman una matriz, definida mediante filas y columnas, con al menos cuatro resaltos por dm?. Sin embargo, deberia
estar claro que basicamente también pueden elegirse otras disposiciones. La primera capa 2 aislamiento tiene, en
este caso, una altura h1 total de 9 mm, presentando los resaltos una altura hy de 6 mm. Ademas, la placa 1 de
aislamiento comprende una segunda capa 8 de aislamiento, que esta dispuesta por debajo de la primera capa 2 de
aislamiento y esta fijada a ésta. La segunda capa 8 de aislamiento que, en este caso, presenta un lado inferior
configurado completamente plano, también esta producida a partir de material sintético espumado, en este caso, a
partir de poliestireno extruido o espumado a una forma, diferenciandose la densidad de material de la capa 8 de
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aislamiento adicional de la densidad de materia de la primera capa 2 de asilamiento. La primera capa 2 de
aislamiento y la capa 8 de aislamiento adicional, pueden producirse separadas una de otra y, a continuacién, unirse
entre si en arrastre de material o con utilizacion de un adhesivo adecuado. En este caso, la primera capa 2 de
aislamiento y la capa 8 de aislamiento adicional, sin embargo, fueron extruidas juntas o espumadas a la vez a una
forma comun. La capa 8 de aislamiento adicional presenta una altura h2 de 3 mm. Por debajo de la capa 8 de
aislamiento adicional esta dispuesta y fijada una capa 9 de material sin tejer o de material tejido, la cual define un
lado 10 inferior de la placa 1 de aislamiento.

Cabe sefalar que la placa 1 de aislamiento, opcionalmente, se prevé con otras capas, como por ejemplo con una
tercera capa de aislamiento. Ademas, la placa 1 de aislamiento presenta una capa 15 de barrera de vapor producida
a partir de una lamina de metal, que, en particular, esta prevista entre la capa 8 de aislamiento y la capa 9 de
material sin tejer o de material tejido. La disposicién de dos capas 2 y 8 de aislamiento, que se diferencian una de
otra en cuanto al material y/o en cuanto a la densidad de material y/o en cuanto a la estabilidad de presién, por el
contrario, es ventajoso que la primera capa 2 de aislamiento, por ejemplo, puede estar configurada de tal manera
que presente propiedades de aislamiento térmicas particularmente buenas, y que la segunda capa 8 de aislamiento
puede estar configurada de tal manera que provoca propiedades de aislamiento acusticas particularmente buenas, o
a la inversa. La capa 9 de material sin tejer o de material tejido sirve como capa de agente adherente, para que la
placa 1 de aislamiento se pueda fijar mas facil y mejor a un subsuelo con utilizacién de un adhesivo, en particular,
con utilizacion de un mortero adhesivo. Los resaltos 5 presentan, preferiblemente, una altura de no mas de 8 mm,
para que sea necesario solo poco material de mortero para cubrir los resaltos 5, cuando en el lado 3 superior de la
placa 1 de aislamiento se aplica una capa de mortero, como se explica a continuacion todavia més en detalle. La
altura H total de la placa de aislamiento puede encontrarse en el rango de 8 a 200 mm, en funciéon de las
necesidades.

La Figura 4 muestra una disposiciéon 11 de aislamiento con un subsuelo 12, en el que, en este caso, se trata de una
pared de edificio. En el subsuelo 12 estan fijadas una pluralidad de placas 1 de aislamiento con utilizaciéon de
mortero 13 adhesivo, de tal manera que cubren completamente el subsuelo. En este caso, el mortero 13 adhesivo se
enreda en la capa 9 de material sin tejer o de material tejido, por lo cual, se logra una fijacibn muy buena. La
aplicacién del mortero 13 adhesivo puede tener lugar, por ejemplo, en forma de orugas y/o grumos de mortero o por
toda la superficie con utilizaciéon de una llana dentada. Adicionalmente al mortero 13 adhesivo, las placas 1 de
aislamiento también pueden asegurarse al subsuelo 12 con utilizacién de tacos no representados en detalle. Las
placas 1 de aislamiento dispuestas una encima de otra, estan dispuestas desplazadas una con respecto a otra, por
lo cual se logra una estabilidad muy buena. En el lado 3 superior de la placa 1 de aislamiento esta aplicada una capa
14 de mortero, llenando el mortero los destalonamientos 4 de los resaltos 5 y recubriendo los resaltos 5. En el caso
del mortero puede tratarse, en particular, de un mortero de enlucir interior o exterior. Gracias a los resaltos 5
provistos con los destalonamientos 4, se logra una unién mecanica muy buena entre la capa 14 de mortero y la
placa 1 de aislamiento, por lo que se puede renunciar a la disposicion de una rejilla de refuerzo adicional.

Aunque la invencién se ha ilustrado y descrito mas en detalle mediante el ejemplo de realizacion preferido, de esta
manera, la invencion no esta limitada por los ejemplos dados a conocer y otras variaciones pueden derivarse por el
experto a partir de ellos, sin abandonar el ambito de proteccidn de la invencion.

LISTA DE SIMBOLOS DE REFERENCIA
placa de aislamiento

2 primera capa de aislamiento
3 lado superior

4 destalonamiento

5 resalto

6 arista lateral mas larga

7 arista lateral mas corta

8 capa de aislamiento

9 capa de material sin tejer o de material tejido
10 lado inferior

11 disposicién de aislamiento
12 subsuelo

13 mortero adhesivo

14 capa de mortero

15 capa de barrera de vapor
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REIVINDICACIONES

1. Utilizacion de una placa (1) de aislamiento para la produccion de una disposicién (11) de aislamiento,

Tratandose, en el caso de la placa (1) de aislamiento, de tal una para el aislamiento térmico y/o acustico de un
subsuelo (12), y la placa (1) de aislamiento comprende una primera capa (2) de aislamiento a partir de material
sintético espumado, la cual define un lado (3) superior de la placa (1) de aislamiento y presenta resaltos (5),
provistos con destalonamientos (4), que apuntan hacia fuera, que estan previstos en una disposicién uniforme, al
menos una capa (8) de aislamiento adicional a partir de material sintético espumado, que esta unida con la primera
capa (2) de aislamiento, diferenciandose la capa (8) de aislamiento adicional de la primera capa (2) de aislamiento
en cuanto al material y/o en cuanto a la densidad de material, una capa de barrera de vapor y una capa (9) de
material sin tejer o de material tejido en el lado (10) inferior opuesto al lado (3) superior, y

presentando la disposicion (11) de aislamiento un subsuelo (12), varias de las placas (1) de aislamiento, que estan
fijadas con su lado (10) inferior al subsuelo (12) y cubren éste, y una capa (14) de mortero, que estan aplicadas en el
lado (3) superior de las placas (1) de aislamiento, llenando el mortero los destalonamientos (4) de los resaltos (5) y
cubriendo los resaltos (5).

2. Utilizacién de una placa (1) de aislamiento segun la reivindicacion 1, caracterizada por que la primera capa (2)
de aislamiento esta producida a partir de un material sintético termoplastico y/o a partir de poliestireno, poliuretano o
piocelan, en particular, por medio de extrusion o espumificacion a una forma.

3. Utilizacién de una placa (1) de aislamiento segln una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que
estan previstos al menos 4 resaltos (5) por dm?, preferiblemente, al menos 10 resaltos (5) por dm?.

4. Utilizacién de una placa (1) de aislamiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que
los resaltos (5), en vista superior, presentan una forma poligonal, en particular, una forma cuadrada u octogonal,
presentando, en el dltimo caso, los resaltos (5), preferiblemente, cuatro aristas (6) laterales mas largas enfrentadas
por pares y cuatro aristas (7) laterales méas cortas enfrentadas por pares, apuntando las aristas (7) laterales mas
cortas de resaltos (5) dispuestos adyacentes unas hacia otras.

5. Utilizacion de una placa (1) de aislamiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la
capa (8) de aislamiento adicional esta unida directamente con la primera capa (2) de aislamiento.

6. Utilizacion de una placa (1) de aislamiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la
capa (8) de aislamiento adicional esta producida a partir de un material sintético procesado termoplasticamente y/o a
partir de poliestireno, en particular, a partir de poliestireno extruido o espumado a una forma.

7. Utilizacion de una placa (1) de aislamiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la
capa (15) de barrera de vapor esta producida a partir de una lamina, preferiblemente, a partir de una lamina de
metal.

8. Utilizacién de una placa (1) de aislamiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que
ésta presenta una altura (H) total en el rango de 6 a 200 mm.

9. Utilizacion de una placa (1) de aislamiento segln una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada por que los
resaltos (5) presentan una altura (hy) de no mas de 8 mm.

10. Utilizacion de una placa (1) de aislamiento segin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que
el subsuelo (12) se forma mediante una pared de edificio y que, en el caso del mortero, se trata de un mortero de
enlucir.

11. Utilizacién de una placa (1) de aislamiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que
las placas (1) de aislamiento estan fijadas al subsuelo (12) con utilizaciéon de un adhesivo, en particular, con
utilizacién de mortero (13) adhesivo y/o con utilizacién de tacos.
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